
Japan Welding Society

NII-Electronic Library Service

Japan 　Welding 　Sooiety

329Cu コ ア を有す るSn−Ag は ん だ を用 い たBGA 接 合部の組織 と強度

大阪大学　大学院 工学研 究科

日本 ア イ ・ピ
ー・エ ム （株 〉

住友特殊金属 （株）

上西啓介 、佐伯敏男

小原泰浩、小林紘 二 郎

荘司郁夫

山本雅春

　 Microstructure　and 　streng重b　of　BGAjoi 爪 using 　Cu　corcd 　SI1−Ag 　soldcr

by　K．　Uenishi，　T，　Saeki，　Y．　Kohara，　K．F．　Kobayashi，1．　Sh軌ii　and 　MYamamoto

ユ．緒言一．

　　BGA パ ッ ケ
ー

ジ の バ ン プ形成に Cu を コ ア を有するはんだボー
ル を用 い る と、パ ッ ケ

ー
ジ基板

とプリン ト基板 と の 間隔制 御、ある い は熱伝導および電気特性 の 改 善が 可能等 の 利点が
一

般 に知 ら

れ て い る fi 以 上 に 加え て 、我 々 は こ れ まで Au 、　 Niめ っ きを施した パ ッ ドとSn −Pb共 晶はんだボ
ー

ル の BGA 接合部に お い てCu コ アを有するはんだボー
ル を用 い る と高温 放置 に ともなう継 手強度の

低 ドを 抑制 で き る こ と を 示 し た。 こ れ は リ フ ロ
ー一時に コ ア か ら は ん だ中に溶出 し た Cu が 接合界面

に Cu 、　 Sn を 主成分 とす る 1）　
’
層を 形成し、こ の η 煽 が高温放置 中の Niと Sn の 反応を抑制す る こ と

による もの で ある。近年Sn−Pb はんだの 代替材料 として Sn−3．5Ag に代表 されるPb フ リ
ー

はんだが

注 目され て い るが、sn濃度が 高い 等 の 埋 由によ り基材 との 反応性が増加するた め、反応 層成長 の

制御が 更に 必要で あ る 。そ こ で 本研究で は、Sn −Pb はん だ の 場合 と同様 にSn −3．5Ag は んだ と

Au ／Ni電解 め っ き パ ッ ドとの 接合部組織に 及ぼすCu コ ア の 影響に つ い て 検討を行なっ た 。

z．実験方法．．．

　　基板側 の バ ッ ド材と し て 、Cu 配線板上 に Ni、　 Au を基板側か ら亅rl貞に 7μm 、　 o．7μin の 厚さ に電解

め っ き した もの を用 い た。 こ の パ ッ ド 1：に STI−3．5Ag はんだを ペー一ス トし そ の 上 に球径670 μ m の

Cu コ ア を載 せた試 料 と、　 Sn−3．5Ag はんだボー
ル の み を用 い た試料 を作製 し た。リフ ロ ー一は 電気炉

大気中で行 い 、最 高温度約 245 ℃ ま で 加熱 し、約 90秒 間溶融、そ の 後空冷の 条件 で 行 っ た 。illヤi温放

置 は ，大気 中 150℃ で 行 い ，放置時間 は 25〜500 時問 と し た．接合部は SEM 、　 E1
．
）X を 用 い て 組織

観察、元素分析 し、室温 に て 歪速度 O．2mm ／s、基板 とツ
t一

ル 間 の 距離 を0．1rnm とす るせん断試験

（Dago 社製，　 Series　4000）により剪断破壊荷重 を測定した．

3　k：’　，EL ア尺一察一

　Fiig、1に高温放置 500h後 の （a ）Sn−3．5Ag はんだボー一ル 、（b）Cu コ アSn −3．5Ag はんだ／パ ッ ド界面

の SEM に よ る組織観察 写真 を示す 。は ん だ 部 は と もに マ ト リ ッ ク ス 中に 粒状のAg3Sn 相が 分散す

る組織で あ っ た。．一
方 はんだ ・パ ッ ド界面 に は，SI1−Ag の み の 場合、（NLCc ），Au ）Sn3 相の 反応層

が 形 成 した の に 対 し、Cu コ ア はんだ の 場合 η
11

（Au ．Cu）6Sn5 相 よ りな る 反応 層 を形成 し た 。

Fig．2に 示す高温放置 時間 と反応 層厚 さ の 関 係よ り、前者 の NiSn3 層 は 成長速度が 早 く、そ れ に伴

うカ
ー

ケ ン ダ
…ル ボイ ドの 形成 も確 認 さ れ た が 、後 者の η

’
層 は は ん だ 層 q」に Cu が ほ と ん ど含ま れ

な い た め に 成長速度が遅く な っ た。また Sn− Pb はんだ の場合と 比較 して 、形成 した反応 層 に は変

化 は 見 られ な か っ たが、そ の 成長速度は Cu コ ア を有さな い 場合非常 に早 く、そ の 制御 法 として の

Cu コ ア の 活用が有効で あ る こ と が確認 された 。　 F正g ．3にせん断試験結果 を示す ．　 Sn −3．5Ag は ん だ

ボ
ー

ル 、Cu コ ア S臣 3．5Ag は ん だ と も 高温放置 100 時間 ま で は そ の 強 度低 下 が み られ た が、こ れ は

は ん だ層 の 強度の 低 ドに よ る も の で 、10〔〕時閥以後は Cu コ ア を有 さな い 場 合、パ ッ ド ・はん だ界

［酎反応層で 破断 し強度低下す る の に対 し、Cu コ ア はんだ で は強度低下が み られなか っ た、
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(a) Sn  Ag  solder
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                Cb) Cu  Lored  Sn Ag  boldcr

i MiLtostruLure ot BGAJeint
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F]g 2 Ef foLt of  high temeperature  storage  time  on  the width  of  reactJon  layer formed in  BGA  Joints
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Fig 3 EffcLt of  high tcmeperature  storage  time  on  ghear  tracture load for BGA  joinls
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